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内地对半导体的需求持续增长，加上内地推出不同措施，进一步推动

内地半导体产业的发展。此外，内地半导体出口到海外的表现持续理

想。因此，预料内地半导体行业表现强劲。

内地对半导体的需求持续增长

内地及全球对半导体的需求于今年上半年维持较快增长。据美国半导

体行业协会（SIA）资料，内地今年上半年的半导体销售金额达 517

亿美元（下同），同比增长 13.1%，占全球销售金额的 28.8%。根据

部分企业的公告显示，第二季半导体产能使用率达到 108.3%，表现

产能未能满足需求。据资料研究机构弗若斯特沙利文估计，内地芯片

市场规模由 2024 年至 2028 年间的年复合增长率达 8.8%，到 2028

年将达到 14,410 亿元人民币（下同）。由此证明，内地对半导体的需

求持续殷切。

每周热点

需求持续及获政策支持

料有利内地半导体行业表现
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内地推出政策利好半导体行业

中国国务院于今年 8 月印发《深入实施「人工智能＋」行动的意见》，

指出要求到 2027 年内地智能半导体的普及率超过七成，去到 2030

年，有关普及使用率要超过九成。另外，中国工业和信息化部及国家

市场监督总局印发《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》，

提出加快重大项目建设，开展人工智能芯片与大模型适应性测试，保

障产业链供应链坚定不移地推动「国货国用」，持续推动短板产业补链。

另外，《2025 年国家网络安全宣传周网络安全企业家座谈会》 于今年

9 月 15 日举行。中央网络安全和信息化委员会办公室副主任、国家互

联网信息办公室副主任杨建文表示，龙头企业需扛起「卡脖子」技术

攻关责任，聚焦半导体等关键领域，联合高校院所打造创新联合体，

加速研发自主可控安全半导体以突破垄断。由此可见，内地推出利好

政策，以支持半导体行业的发展。

内地半导体出口表现持续理想

除了内需外，内地半导体出口表现亦持续理想，主要受惠于全球对半

导体的强劲需求所带动。据 SIA 的资料显示，今年第二季全球半导体

销售金额达 1,797 亿美元，按年升 19.6%，按季升 7.8%，是连续第

七个季度录得按年增长。据中国海关总署公布，今年上半年内地半导
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体出口金额为 6,502 亿元人民币（下同），按年增长 20.3%，相当于

每日出口 36 亿元，创历史新高，亦是连续第七季录得同比增长。至

于半导体出口数量达 1677 亿个，按年升 20.6%，即平均每日出口 9.32

亿个，亦创历史新高。由于内地半导体生产质素理想，故市场预料内

地半导体代工份额将在 2030 年时达到全球的三成。因此。预料内地

半导体出口将持续表现理想，利好行业前景。

资料来源：美国半导体行业协会（SIA）、弗若斯特沙利文、中国国务

院、《深入实施「人工智能＋」行动的意见》、中国工业和信息化部、

国家市场监督总局、《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方

案》、《2025 年国家网络安全宣传周网络安全企业家座谈会》、中央网

络安全和信息化委员会办公室、国家互联网信息办公室、中国海关总

署

——中国工商银行(亚洲)证券业务部分析员叶泽恒
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论的上市公司的金钱利益或担任该上市公司的任何职务，而在编制的过程中分析员会根据预

先订立的程序及政策，去避免因研究工作可能会引起利益冲突情况。

本行的高级职员、董事及僱员可能会持有本文件所述全部或任何该等证券或任何财务权益，

包括证券及相关的衍生工具或财务通融安排。
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工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有，在未经本行同意前，不得以任何形式复制、分发

或本文的全部或部分的内容，本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失

负责。

本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成，惟该等资料的来源未有经独

立核证，资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者（「资料来源公司」）并无就本

文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性，以及本

文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺，本行

及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致

之损失负上或承担任何责任。而本文中的预测及意见乃本行分析员于本文刊发时的意见，本

行可随时作出修改而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或

国家的法律或规例，则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发

或由其使用。

本文不构成任何要约，招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的

投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因

此，投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有

发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明，并应就本身的财务状况及需要、投资

目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应

于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。此宣传档所载资
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风险披露:

投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买

卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表
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